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SEAJ では、昨年に引き続きセミコンジャパン2018 東1ホールにて、「半導体が創る未来館」と題して、協賛
いただいた SEAJ 会員26社の紹介及び、更に新しくなった「半導体のできるまで」工程図と、半導体が創る未
来技術の展示を行います。

当日は新工程図と出展企業案内の入った特製リーフレットをお配りしています。学生 / 若手社員の皆さん、
是非足を運んでみてください。各社の説明員がご案内します。

また、今回は半導体関連業界の魅力を紹介する SEMI ジャパン「未来 COLLEGE」と隣接し、受付も同じ場
所にあります。これからの未来を探す学生の皆さんはこちらへどうぞ。

SEAJ　セミコン出展プロジェクトのご案内

SEAJセミコン PJ参加企業

（五十音順）

SEMI　未来COLLEGE参加企業

セミコンPJ展示参加企業

1 株式会社アドバンテスト

2 株式会社アルバック

3 ウシオ電機株式会社

4 株式会社荏原製作所

5 オルガノ株式会社

6 株式会社キッツエスシーティー

7 キヤノン株式会社

8 JSR株式会社（ロゴのみ）

9 株式会社シバソク

10 株式会社島津製作所

11 株式会社新川

12 伸和コントロールズ株式会社

13 株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ

14 株式会社ディスコ

15 東京エレクトロン株式会社

16 株式会社東京精密

17 TOWA株式会社

18 株式会社ニコン

19 日新イオン機器株式会社

20 株式会社日本マイクロニクス

21 株式会社ニューフレアテクノロジー

22 株式会社KOKUSAI ELECTRIC

23 株式会社日立ハイテクノロジーズ

24 ファスフォードテクノロジ株式会社

25 株式会社フジキン

26 レーザーテック株式会社

東1ホール　NO.1221
でお待ちしています。

学生さん大歓迎
受付に来てね！
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Semiconductor 
Manufacturing
Process 半導体のできるまで

ICのパターンをウェーハに
焼付けするための
ガラスのネガのようなもので、
1チップ分ずつガラス上に
焼付けていきます。

小さなチップの中に、
どのような回路を、
いかに効率よく配置するかなど、
回路図を作り検討を重ねます。

多結晶をドーフ剤と共に
石英ルツボの中で溶融し、
種結晶棒を回転させながら
除々に引上げ必要な太さの
単結晶棒（インゴット）を
つくります。

ウェーハを高温の拡散炉
（900℃～ 1,100℃）の中で
酸化性雰囲気にさらし、
表面に酸化膜を成長させます。

イオン交換装置や RO膜を使って
理論値に近い
抵抗率 18MΩの純水を作ります。

ガスは容器から半導体
製造装置にクリーンパイプで
供給されます。

フォトレジストは微細パターンを
作るために専門のメーカーが
クリーンな環境下で精度良く
作られています。

フォトレジストを
極めて薄く均一に塗布して、
ウェーハに感光性を持たせます。

インゴットをワイヤソーで
所定の厚さにスライスし、ウェーハをつくります。

ウェーハの表面を鏡面状に研削・研磨します。

フォトマスクを介し、
露光してマスクの
パターンを焼き付けた後、
現像します。

エッチングして
部分的に酸化膜を除去します。
その後、不要なレジストをも
取り除きます。

特殊な薬液や超純水を使って
シリコンウェーハの表面から
不純物やパーティクルを
きれいに取り除くんだ。

減圧下とかプラズマを印加して
SiO2/Si3N4等の絶縁膜や金属膜を
堆積させます。

ウェーハにイオン注入（ボロン、リン）
や高温拡散を行うとシリコンが出て
いる部分だけが半導体になります。

不活性ガスプラズマにより
アルミターゲットを
スパッタリングし、
ウェーハ表面に電極配線用の
アルミ金属膜を形成します。

ウエーハをチップごとに電気的に動作試験し、
良品・不良品の判定をします。

ウェーハ表面を研磨し、
パターンの凹凸を平坦化します。

電子顕微鏡の原理を使って
ナノメーターの微細な寸法を
測定しています。

テスター

ウェーハ

前 工 程

フォトレジストという
感光剤をウェーハの表面に
塗布するんだ。

回路パターンを
焼きつけるために
ウェーハに酸化膜を
つけるんだ。

工業用水から不純物が入っていない
超純水を作ってシリコンウェーハを
きれいにするんだ。

お客様の要求機能に
応じたさまざまな回路を
組み合わせ、パターンの
設計をするんだ。

半導体のベースになる
シリコンの単結晶を
つくるんだ。慎重に
ゆっくり引き上げると
品質のいい単結晶が
できるんだ。

インゴットをスライスし、
ウェーハをつくるよ。
インゴットはとても硬いので、
ダイヤモンド砥粒のついた
ワイヤーを使うんだ。

ウェーハが鏡状に
なっていないと
回路パターンの品質が
保てないんだよ。

ウェーハの表面に電極配線用の
アルミ金属膜をつくるんだ。

このフォトマスクでウェーハの
表面に回路のパターンを
焼き付けるんだ。

さあ、
ウェーハの表面を
きれいにするぞ！

特殊な薬液や超純水を使って
シリコンウェーハの表面から
不純物やパーティクルを
きれいに取り除くんだ。

高純度の薬品やフォトレジストを
専業の薬品サプライヤーから供給
してもらいシリコンウェーハに
パターンを作ったり
きれいに洗浄したりするんだ。

シリコンウェーハ表面の寸法を
計測したり、欠陥がないか
チェックしているんだ。

ウェーハに素子を
つくり込むんだ。
必要なイオンを打ち込んで
素子をつくるんだ。

シリコンウェーハの表面に
反応ガスにより
薄膜を作るんだ。

半導体製造プロセスで使う
特殊材料ガスを特殊容器に入れて
供給してもらうんだ。

1 枚のウェーハにたくさんの
回路パターンができたよ。
これを検査してからダイヤモンド
ブレードで切り分けるんだ。

CO2

CO2

Ar O2 N2 H2

Ar O2 N2

いよいよ
ウェーハの
表面に回路を
焼きつけるよ。
レンズで極小に
焼きつけるんだ。
写真の原理だね！

エッチングでいらない
酸化膜をとるんだよ。

一般社団法人 日本半導体製造装置協会 御中　SEMICON Japan 2018 リーフレット _P2/P3_ 前工程図
「半導体のできるまで」新工程図（最終版）は当日リーフレットのみの掲載です。
是非ご来場下さい。

KEY TO EVOLUTION
SEMICONDUCTOR

SEMICONDUCTOR EQUIPMENT ASSOCIATION OF JAPAN

20 ウェーハのバックグラインディング

21 ウェーハのダイシング

22 ダイボンディング 23 ワイヤーボンディング

24 モールド

25A シンギュレーション/トリム＆フォーム 26 バーンイン （温度電圧試験） 27 製品検査・信頼性試験

25B ハンダバンプ形成/シンギュレーション

28 マーキング29 半導体完成
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ガラスエポキシ基板をモールド樹脂により封止します。

ウェーハの構造や厚さによっては、
レーザーやプラズマで個片化することもあります。

金型にて、リードフレームから
個々の半導体製品を切断・分離し、
外部リードを所定の形状に成型します。

初期不良を除くため、
ファンクション動作を行いながら
温度電圧ストレスの加速試験を行います。

電気的特性検査・外観検査などを行い
不良品を取り除きます。

●製品検査
　電気的特性検査
　外観検査 など

●信頼性試験
　環境試験
　長期寿命試験 など

半導体製品表面にレーザーで品名等を印字します。

環境試験、
長期寿命試験などの
信頼性試験を行います。

ガラスエポキシ基板上の
電極（リード）とチップを
約 25μmの金線等で
接続します。

研削装置によりウェーハの裏面を削ります。
さらに特殊なポリッシュ用パッドで研削歪を除去します。

チップ（ダイ）を
ガラスエポキシ
基板の所定の位置に
固定します。 チップ（ダイ）が所定の

位置からズレないように
しっかりと固定するんだ。

チップと基板上のリードを
ボンディングワイヤーで
結ぶんだ。

チップにキズや衝撃を抑えるためにモールド樹脂で
パッケージしてガードするんだ。 スマホには薄いパッケージの

BGAを使うんだ

封止樹脂

樹脂基板

ICチップ

電極パッド
ボンディングワイヤ（内部接続）

マイクロソルダー
ボール（外部接続）

半導体への印字は
レーザーでするんだ。

ダイヤモンド砥粒の
ついたブレードで、
切断ラインに沿って
チップ化するんだ。
チップをダイとも
呼ぶよ。

個片にする前にお客様の要望に沿った
ウェーハの厚さに裏側から削るんだ。

だいぶん半導体らしくなったね。
でも、これから重要なテストがあるんだ。

バーンインボードにパッケージを
セットして温度と電圧による
加速テストをするんだ。

これで完成だよ！
みんなが使っているパソコンや
電化製品の半導体はこうして
つくられているんだ。

さあ、最終検査。
製品が異常がないか
慎重にチェック！

製品検査、信頼性試験を
通れば合格だね。

さあ、
最後の仕上げに
とりかかろう！

一般社団法人 日本半導体製造装置協会 御中　SEMICON Japan 2018 リーフレット_P30/H3（P31）_後工程図
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